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@ Datentrager mit integriertem Schaltkreis und Verfahren zur Herstellung desselben 

Wlehrschichtiger Datentrager Jn den ein einen IC-Baustein . 
aufnehmendes Tragerelement eingebaut ist sowie Verfah- 
ren zur Herstellung eines derartigen Datentragers. Das Tra- 
gerelement besteht aus einem flexibten Substrat, auf dam 
Kontaktflachen ausgebildet sind, die uber Leiterbahnen mit 
dem IC-Baustein verbunden sind. Das Tragerelement wird 
beim Bnbau in den Datentrager derart verformt. da& der IC- 
Baustein beim fertigen Datentrager geschutzt durch Karten- 
deckschichten in der Kartenmitte liegt und die Kontaktfla- 
chen bundig mit der Kartenoberf lache abschlieBen. 



( 

r> 

.0 
0 
0 
0 
0 

u 

3 



ORIGINAL INSPECTED bundesdruckerei 03.85 508oi8/48i ii/eo 

BNSDOCID: <DE_3338597A1J > 



3338597 



Pat e n t a n s p r u c h e ; 

Mehrschichtiger Datentrager, bestehend aus 

- mindestens einer Kernschicht sowie einer oberen und 
unteren Deckschicht, 



- einem IC-Baustein fur die Verarbeitung elektrischer 
Signalc und 

10 

- Kontaktf lachen sowie Leiterbahnen zur Verbindung 
des IC-Bausteines mit externen Geraten, 

wobei IC-Baustein, Kontaktf lachen und Lexterbabnen ge- 
meinsam auf einem Substrat angeordnet sind, die Kontakt- 
flachen und Leiterbabnen aus einer diinnen elektrisch lei- 
tenden Beschichtung des Substrats hergestellt sind und 
das Substrat derart zwiscben Kern- und Deckscbichten ein- 
gelagert ist, dafl 

- der IC-Baustein in einer Aussparung der Kernscbicbt 
liegt und 

- die Kontaktflachen in wenigstens einer Aussparung 

i 

der oberen Deckscbicbt vorliegen, 

dadurch gekennzeichnet , daB 

Substrat, Kontaktflachen und Leiterbabnen flexibel aus- 
30 gefuhrt sind und im Datentrager in derart deformierter 
Form vorliegen, daB der IC-Baustein irl einer mittleren 
Ebene des Datentragers angeordnet ist und die Kontaktfla- 
chen derart aus dieser mittleren Ebene durcb die Ausspa- 
rungen der oberen Deckscbicbt hindurcb versetzt sind, daB 
35 sie mit mit der Oberflache der oberen Deckscbicbt biindig 
abschlieBen- 
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2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
2 e i c h n e t , daB 

- mehrere Kontaktf lachen in Gruppen zusammengefaBt 
5 sind, 

- sowohl die Bereiche des Substrats, die die Kontakt- 
gruppen tragen als auch die Aussparungen der obe- 
ren Deckschicht an die Umrisse der Kontaktgruppen 

10 angepaBt sind, 

- die Dicke der oberen Deckschicht gleich oder ge- 
ringfugig groBer als die Dicke des Substrats ein- 
schlieBlich der Kontaktflachen ist und 

15 

- die Kontaktgruppen zusammen mit den zugehorigen 
Substratteilen vollstandig in die Aussparungen der 
Deckschicht gebogen sind. 

20 3. Datentrager nach Anspruch 1^ ;dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Bereiche des Substrats, die 
den Kontaktflachen unterlegt sind, im Randbereich der 
Kontaktflachen iiber diese hinausstehen und die uberste- 
henden Bereiche zwischen Kernschicht und.oberer Deck- 

25 schicht fixiert sind. 

4. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
z e i c h n e t , daB die Kontaktflachen zu Gruppen zu- 
sammengefaBt sind, die Bereiche des Substrats, die den 
30 Kontaktgruppen zugeordnet sind, , im Randbereich. der Kon- 
taktgruppen iiber diese hinausstehen und diese iiberstehen- 
den Bereiche des Substrats zwischen Kernschicht und obe- 
rer Deckschicht fixiert sind. 

35 5. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB sowohl die obere Deckschicht als 
auch das Substrat im Bereich der Kontaktflachen Ausspa- 
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rungen aufweisen, daB die Kontaktflachen derart verformt 
sind, daB sie durch die Aussparungen der oberen Deck- 
schicht hindurch mit der Oberflache der Deckschicht ab- 
schlieBen und der unter den Kontakt f lachen von den Aus- 
sparungen verbleibende Raum mit Material der Kernscbicht 
ausgefiillt ist. 

6. Datentrager nach Anspruch 2. dadurch g e k e n n - 
zeicbnet , dafl die die Kontaktgruppen tragenden 
Telle des Substrats mittels eines Schmelzklebers auf der 
Kernscbicht fixiert sind, 

7. Datentrager nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB die Bereiche des Substrats, auf 
denen die Kontaktgruppen angeordnet sind, durch schmale 
Substratstege von den Substratteilen getrennt sind, die 
den IC-Baustein tragen. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Datentrager s nach An- 
spruch 1, dadurch gek enhze i chnet , daB 

- das Substrat mit den darauf angeordneten Kontakt- 
f lachen, Leiterbahnen und dem IC-Bau stein derart 
auf der Kernscbicht fixiert ist, daB der IC-Bau- 
stein im Bereich einer Aussparung der Kern- 
scbicht angeordnet ist, 

- die obere Deckschicht derart iiber der Kernscbicht 
positioniert wird, daB die Aussparungen dieser 
Deckschicht iiber den auf dem Substrat vorgesehenen 
Kontaktflachen liegen und 

- daB dieser Schichtaufbau unter Druck- und Warmeein- 
wirkung miteinander verschweiBt wird, so daB die 
Kontaktflachen an die Oberflachen der oberen Deck- 
schicht und der IC-Baustein ins Innere des Schicht- 
aufbaus gedriickt werden. 
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Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen Datentrager, 
bestehend aus mindestens einer Kernschicht sowie einer 
oberen und unteren Deckschicht, einem IC-Baustein fiir 
die Verarbeitung elektr ischer Signale und Kontaktflachen 

5 sowie Leitcrbabnen zur Verbindung des IC-Bausteins mit 
externen Geraten, wobei IC-Baustein, Kontaktflachen und 
Leiterbabnen gemeinsam auf einem Substrat angeordnet 
sind, die Kontaktflachen und Leiterbabnen aus einer diin- 
nen elektrisch leitenden Beschichtung des Substrats her- 

10 gestellt sind und das Substrat derart zwischen Kern- und 
Deckschichten eingelagert sind, dafl der IC-Baustein in 
einer Aussparung der Kernschicht liegt und die Kontakt- 
flachen in wenigstens einer Aussparung der oberen Deck- 
schicht vorliegen. 

15 

Datentrager, wie Kredit-, Ausweis- oder Identif ikations- 
karten, mit integriertem Schaltkreis werden in zunehmen- 
dem Mafie im automatischen Waren- und Dienstleistungsver- 
kehr eingesetzt. Die Kommunikation des integrierten 

20 Schaltkreis|es mit entsprechenden Automaten wird dabei 

heute und etuch wohl in absehbarer Zukunft liber eine gal- 
vanische Kontaktierung vorgenommen. Dazu sind auf der 
Karte leitende Belage (Kontaktflachen) vorgesehen, die 
einderseits iiber Leiterbabnen mit dem Schaltkreis in der 

25 Karte verbunden sind und andererseits uber einen geeigne- 
ten Kontaktkopf die elektrische Verbindung zu einem ex- 
ternen Gerat ermoglichen. Der Schaltkreis selbst ist vor- 
zugsweise in der Mitte der Ausweiskarte angeordnet, wah- 
rend die Kontaktflachen mit der Oberflache der Karte biin- 

30 dig abschlieBen* In dieser Ausfuhrung konnen die Kontakt- 
flachen im taglichen Gebrauch der Karte am einfachsten 
von Verschmutzungen freigehalten werden. 

Von den vielen bereits bekanntgewordenen Ausweiskarten 
35 mit integriertem Schaltkreis und galvanischer Kontakt- 
abnahme seien nachfolgend einige genannt. 
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In der DE-OS 26 59 573 ist der IC-Baustein gemeinsam mit 
den Leiterbahnen und den Kontaktflaclien auf einem fla- 
Chen, nicht flexiblen Substrat angeordnet, Zum Einbau des 
Substrats in eine Ausweiskarte wird der ICBaustein in 
einer Aussparung der Karte positioniert und die Rander 
des flachen Substrats mit der Karte verbunden. Da die 
Kontaktf lachen mit dem Schaltkreis auf dem gleichen Sub-- 
strat angeordnet sind, liegeh sie in der Ausweiskarte in 
der Ebene des Schaltkreises, also etwa in der Mitte der 
Karte. Der Zugang zu den Kontaktfiachen ist daher nur 
iiber Vertiefungeri in der Karte bfaerf lachiiclx moglich. Da 
sich in diesen Vertiefungen bevorzugt Schmutz ansainmelt, 
werden sie, Wie in der DE-OS 26 59 573 vorgeschlagen, mit 
einem leitenden Material geflillt, das dann mit der Kar- 
tenober f lache abschlieflt. 

Die mit dem Auf fullen der Kartenaussparungen vorgenommene 
Erhohung der Kontakt flachen kann auch von der Kartenher- 
stellung getrennt beireits bei der Herstellung des Trager- 
substrats fur den Schaltkreis vorgehbmmen warden. 

Dazu sei die DE-OS 30 29 667 genahnt, in der die Kontakt- 
f lachen des Tragersubstirats bzw. Tragerelements vor dem 
Einbau in eine Karte mit elektrisch leitenden Hockern 
versehen werden. Bei der Pertigstellung der Karte wird 
das Tragerelement in ein Fehster dieser Karte eingesetzt 
und mit einer Deckfolie laminiert, die im Bereich der 
Hocker Aussparungen aufweist. Die Hohe der leitenden 
Hooker entspricht der Dicke der Deckfolie, so dafl die 
Kontaktf lachen bei der fertigen karte biindig mit der Kar- 
tenoberf lache abschlieBen. 

Den genannten Losungen ist gemeinsam, dafl das Anordnen 
der Kontakt flachen an die Kartenoberf lache zusatzliche 
Arbeitsgange und zusatzlichen Mater ialauf wand er f order t. 
Aufierdem laflt sich bei den bekannten Losungen durch die 
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stelle zwischen den eigentlichen Kontaktflachen des Tra- 
gersubstrats und den an der fertigen Karte zuganglichen 
Kontaktflachen nicht umgehen, womit grundsStzlich eine 
zusatzliche Gefahrenquelle fiir Storungen geschaffen 
wird. 

Diese zusatzliche Ubergangsstelle kann vermieden werden, 
wenn, wie in der DE-OS 31 23 198 beschrieben, das Trager- 
element verbiegbare, frei uber den Rand des Tragers hin- 
ausragende Kontaktfahnen aufweist. die beim Zusammenbau 
der Karte durch Schlitze der Deckfolie gefUhrt und umge- 
klappt werden. Beim Laminieren der Kartenschichten unter 
Warme und Druck werden die Kontaktfahnen in die Deckfolie 
eingepreBt und schlieBen bei der fertigen Karte biindig 
mat der Kartenoberf lache ab. Bei diesem Verfahren ist 
darauf zu achten, daB die vergleichsweise dunnen Kontakt- 
fahnen nicht knicken, wenn sie durch Schlitze der Deckfo- 
lie gefuhrt werden. Das vorgeschlagene Verfahren eignet 
sich daher weniger fur die Herstellung von Ausweiskarten 
mit integriertem Schaltkreis in groBen Serien. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, eine Aus- 
weiskarte mit IC-Baustein vorzuschlagen, bei der die Kon- 
taktflachen an der Kartenoberf lache liegen, wahrend der. 
Baustein selbst etwa in der Kartenmitte lagert. Die Aus- 
weiskarte soil im Gegensatz zu bekannten Karten einfach 
und damit kostengunstig herstellbar sein, damit sie auch 
in groBen Serien wirtschaf tlich gefertigt werden kann. 
DarUberhinaus sollten Gef ahrenquellen, die den Betrieb 
des IC-Bausteins stQren kSnnten, soweit wie moglich ver- 
mieden werden. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafl durch die im Hauptan- 
spruch angegebenen Merkmale gelOst. 

In einer vorteilhaf ten Ausfuhrungsf orm der Erfindung ist 
der IC-Baustein auf einer flexiblen Tragerfolie. dem Sub- 
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strat, montiert. Der Schaltkreis ist in einer Aussparung 
des Substrats mit in die Aussparung hineinragenden Lei- 
terbahnen verbunden. Die Leiterbahnen enden auf dem Sub- 
strat in Kontaktflachen, wobei Leiterbahnen und Kontakt- 

5 flachen aus einer diinnen, elektrisch leitenden Beschlch- 
tung des Siabstrats hergestellt sind. Die Kontakt flachen 
sind beispielsweise zusammengefaBt in zwei Gruppen beid- 
seitig des Schaltkreises auf dem Substrat angeordnet. Die 
Ausweiskarte besteht aus drei Schichten. Die mittlere 

10 Schicht Oder Kernschicht ist mit einer dem Schaltkreis 

angepaBten Aussparung versehen. Die obere Deckschicht hat 
zwei Aussparungen, die kongruent zu den AbmaBen der Kon- 
taktgruppen gestanzt sind. Wahrend des Zusammenpressens 
bzw. Kaschierens der Kartenschichten wird das flexible 

15 Substrat im wesentlichen bedingt durch die Aussparungen 
in den einzelnen Schichten der Karte derart verformt, daB 
bei der fertigen Karte der Baustein geschutzt in der Mit- 
te liegt, wahrend die Kontakt flachen biindig mit der Ober- 
flache der Karte abschlieBen. Der sehr einfache Karten- 

20 aufbau, verbunden mit der Verwendung eines ebenfalls ein- 
fachen und kostengiinstig herstellbaren TrMgerelements 
bestehend aus dem Substrat, dem IC-Baustein, den Leiter- 
bahnen und Kontaktf lachen erlaubt die wirtschaf tliche 
Herstellung einer Ausweiskarte mit IC-Baustein gerade 

25 auch in groBen Serien. Der, wie oben ausgefiihrt, bei den 
bekannten Ausweiskarten notwendige Materialaufwand und 
vor allem auch der iiber die iibliche Kartenherstellung zum 
Teil weit hinausgehende Arbeitsauf wand eriibrigt sich bei 
der erf indungsgemSBen Karte* AuBerdem ist dafur gesorgt, 

30 daB die Kontaktf lachen iiber Leiterbahnen direkt mit dem 
Schaltkreis verbunden sind, womit Gefahrenquellen fur 
Storungen, bedingt durch zusatzliche Kontakt- bzw. Ver- 
bindungsstellen, vermieden werden. 

35 Weitere vorteilhafte Ausf iihrungsf orraen der Erfindung sind 
durch unterschiedliche Gestaltung der Aussparungen der 
oberen Deckfolie bezogen auf die Kontaktbereiche des Tra- 
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gerelements oder auch durch unterschiedliche Befesti- 
gungstechniken des Tragerelements in der Karte gekenn- 
zeiclxnet . 

Naclifolgend werden die Ausf uhrungsf ormen sowie weitere 
Vor telle und Weiterbildungen der Erfindung anhand der 
beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1, 2, 3 Ausweiskarten mit eingelagertem IC- 

baustein in drei verschiedenen Aus- 
f iihrung s f ormen , 

15 Fig. 4 die Ausweiskarte gemafl der Fig* 1 mit 

detaillierter Darstellung des Trager- 
elements, 

Fig. 5 die Ausweiskarte gemaB der Fig. 4 im 

20 Schnitt vor dem Zusammenfiigen der 

einzelnen Schichten, 

Fig. 6 die fertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der I*inie 6-6 aus der Fig. 4, 

25 

Fig. 7 die fertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der Linie 7-7 aus der Fig. 4, 

Fig. 8 detaillierte Darstellung eines Tra- 

30 gerelements zum Einbau in eine Aus- 

weiskarte gemaB Fig. 2, 

Fig. 9 die Ausweiskarte gemafl der Fig. 2 im 

Schnitt vor dem Zusammenfiigen der 
35 einzelnen Schichten, 

Fig. 10 die fertige Karte im Schnitt entlang 
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der Linie 10-10 aus Fig. 8, 

Fig. 11 detaillierte Darstellung eines Tra- 

gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemaB Fig. 3, 

Fig. 12 die Ausweiskarte gemafi der Fig. 3 im 

Schnitt vor dem Zusammenf iigen der 
einzelnen Schichten, 

Fig. 13 die fertige Ausweiskarte * im Schnitt 

entlang der Linie 13-13 aiis Fig. 12. 

Die Fig. 1, 2 uhd 3 zeigen Ausweiskarten mit einem auf 
15 eiiiem Substfat angeordneten integrierten Schaltkreis, 

wobei jeweils die Laige des IC-Bausteins lind der Kontakt- 
flachen sowie die Ausbildung der Aussparungen in der obe- 
ren Deckfolie der Karte variieren. Im unteren Bereicb der 
Karte sind beispielsweise der Name des Karteninhabers und 
20 eine Kartennummer aufgedruckt. Der Ubersichtlichkeit we- 
gen wurde auf die Darstellung weiterer Zeichen und Druck- 
biider, wife sie bei derartigen Karten iiblich sind, ver- 
zichtet. Auf die Einzelheiten der iii den Fig. -1, 2 und 3 
gezeigten Ausweiskarten soil nachfolgend im Zusammenhang 
25 mit der Beschreibung der einzelnen Ausfiihrungsformen de- 
tatlliert eirigegaiigen werden. 

Die Fig. A, 5, 6 und 7 zeigen eine erste. Ausfiihrungsform 
der Effindung vbr und nach dem Zusammenpressen der ein- 

30 zelnenKartenschichteri. Die fertige Ausweiskarte ent- 

spricht der in Fig. 1 gezeigten Karte. Zunachst sei der 
Aufbau des TfSgerelements 2 erlautert, das in der Fig. 4 
in der Aufsicht uhd in der Fig. 5 im Schnitt idargestellt 
ist. Das Tragereleinent 2 besteht aus dem IC-^Baustein 3, 

35 den Leiterbahneh 4, den Kontaktflachen 9 und dem Substrat 
10. Der IC-Bausteiri 3 ist in einer Aussparung 11 des 
Substrats 10 mit den in die Aussparung hineinragenden 
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Enden der Leiterbahnen 4 verbunden und wird in dem Fen- 
ster lediglich durch die Befestigung der Leiterbahnen mit 
den entsprechenden AnschluBpunkten des Bausteins gehal- 
ten. Diese Art der Befestigung bzw. Bondierung von Halb- 
leiter-Bauelementen mit Leiterbahnen, die aus einer lei- 
tenden Beschichtung des Substrats geatzt sind, ist seit 
langem bekannt und hat sich in der Praxis bewahrt (siehe 
dazu auch Siemens-Bauteile-Report 16 (1978), Heft 2, Sei- 
te 40 - 44). 

Bel dem fiir die erf indungsgemaBe Ausweiskarte verwendetem 
Tragerelement enden die Leiterbahnen 4 in auf dem Sub- 
strat 10 angeordneten Kontaktf lachen 9, deren AbmaBe so 
gewahlt sind, daB die beriihrende Kontaktabnahme mit einem 
geeigneten Abtastkopf in einem Automaten moglich ist. 
Jeweils 4 Kontaktf lachen sind beidseitig des IC-Bausteins 
3 in Gruppen zusammengefaBt . Das Substrat 10, das aus 
flexiblem, aber undehnbaren Material, beispielsweise Po- 
lyimid besteht, ist derart gestanzt, dafl im wesentlichen 
nur die fiir die Kontaktf lachen und die Leiterbahnen not- 
wendige Flache durch Filmmaterial unterlegt ist. Die Kon- 
taktgruppen sind uber vergleichsweise schmale Substrat- 
stege 12 mit dem Substratbereich verbunden, in dem der 
IC-Baustein angeordnet ist. 

Die Fig. 5 zeigt die einzelnen Elemente der Ausweiskarte 
vor dem Laminieren der Schichten. Die obere Deckfolie 14 
hat etwa die Dicke des Substrats 10 einschlieBlich der 
Kontaktf lachen 9 und ist mit zwei Aussparungen 17, 18 
versehen. Die Aussparungen sind so dimensioniert, daB sie 
jeweils eine Gruppe bestehend aus vier Kontaktf lachen 
aufnehmen konnen...Die mittlere Kartenschicht Oder Kern- 
schicht 13 hat eine Aussparung 16 (siehe dazu auch Fig. 
4), die geringfugig groBer ist als der IC-Baustein. Die 
untere Deckfolie 15 schlieBt die Ausweiskarte riickseitig 
ab. Wenn, wie in diesem Ausf xihrungsbeispiel gezeigt, das 
Substrat 10 aus einem Material besteht (beispielsweise 
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aus Polyimid), das sich mit dem Material der Ausweiskarte 
(beispielsweise PVC) wahrend des Zusammenpressens der 
Schichten unter Warme und Druck nicht verbindet, sind 
geeignete Elemente zur Verbindung der unterschiedlichen 

5 Materialien vorzusehen. In diesem Fall kann ein sogenann- 
ter Schmelzkleber in Form einer Folie 19 verwendet wer- 
den* Mit Hilfe eines solchen Klebers konnen auch unter- 
schiedliche Kunststof fmaterialien, wie beispielsweise 
Polyimid und PVC, unter Einwirkung von Warme und Druck 

10 dauerhaft miteinander verklebt werden. 

Der ^in der Fig. 5 gezeigte Schichtaufbau wird, wie bei 
der^Kartenherstellung konventioneller Art iiblich, mit 
Hilfe zweierStahlplatten 21, 22 unter Einwirkung von 

15 Warme und Druck zusammengeprefit . In der Anfangspbase des 
Laminierens wirkt sich der Druck der. Kaschierplatten vor- 
wiegend auf die Stellen mit der jeweils groBten Material- 
anhaufung im Laminat aus. Es sind dies die durch die 
strichpunktierten liinien 24, 25 angedeuteten Bereiche, wo 

20 jeweils untere Deckschicht 15, Kernschicht 13, Schmelz- 
kleberfolie 19, Substrat 10 und obere Deckschicht 14 
ubereinanderliegen. Aufgrund dieser Druckverteilung sind 
der. iC-Baustein 3 und die AnschluBpunkte der Leiterbahnen 
4 mit dem ICTBaustein zunachst entlastet. Im weiteren 

25 Verlauf des Laminierens erweicht die Schmelzkleberfolie 
und paBt sicli dabei formschliissig der durch IC-Baustein 
3, Leiterbahnen 4 und Substrat 10 gebildeten geometri- 
schen Struktur an. Nachfolgend . erweichen auch die Karten- 
schichten. Da das Material des Substrats 10 im Bereich 

30 der Laminartemperaturen nicht erweicht, wird es an den 
durch die Linien 24, 25 angedeuteten Stellen- unter Ver- 
drangung . des erweichenden Kartenmater ials zwischen Kern- 
folie 13 und oberer Deckfolie 14 eingebettet, Der IC-Bau- 
stein 3 wird, verursacht durch den zwischen den Ausspa- 

35 rungen 17, 18 liegenden Steg 26 der Deckfolie 14, in die 
Aussparung 16 der Kernfolie 13 gedriickt, wahrend die mit 
den Kontaktflachen 9 versehenen Teile des Substrats 10 in 



BNSDOCID: <DE 333S597A1 I > 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



3338597 

die Aussparungen 17 und 18 der oberen Deckfolie 14 aus- 
weichen. Wahrend dieser Phase, in der schlieBlich auch 
die Aussparung 16 der Kernfolie nahezu vollstandig mit 
Karterunaterial ausgefUllt wird, bietet die sehr we.che 
Sch..elzkleberfolie 19 eine schutzende Pufferzone fiir den 
IC-Baustein 3 und fur die AnschluBleitungen 4. 

Die Fig. 6 und 7 zeigen die fertige AusweisTcarte. Fig. 6. 
eine Schnittzeichnung entlang der Linie 6-6 der Fxg. 4, 
zeigt anschaulich die Verforniung des Substrats 10, dxe 
dazu fiihrt, daB der IC-Baustein 3 geschutzt in der Kar- 
termitte liegt, wShrend die Kontaktf lacben 9 nundig mt 
der Oberflache der Karte abscbliefien. Vor allem im Be- 
reich der Kontaktf lachen 9 sorgt der Scbmelzkleber 19 
nach dem Erkalten des Laminats fur eine sichere Haftung 
des substrats 10 mt der Karte. Die Fig. 7, eine Scbnxtt- 
zeichnung entlang der Linie 7-7 der Fig. 4, zeigt, daB 
obere Deckfolie 14 und Kernfolie 13 durch die so groB wxe 
.oglich ausgebildete Aussparung 11, des Substrats 10 hxn- 
durch .iteinander verbunden sind, so daB die obere Deck- 
folie 14 aucb in der Dmgebung des IC-Bausteins 3 fest mit 
dem Kartenkern verbunden ist. Die bereits erwahnten rela- 
tiv scbHialen Verbindungsstege 12 zwischen den jewexligen 
Kontaktgruppen und dem Substratbereicb, in den> sich der 
IC-Baustein befindet, erleichtern die Peformierung des 
Substrats. 

in. folgenden wird eine Karte bzw. der Einbau eines Tra- 
gerelen.ents in eine Karte, wie sie bereits. in Fig. 2 ge- 
zeigt wurde, beschrieben. Bei dieser AusfUbrungsform be- 
finden sich alle Kontaktflachen auf einer Seite des Sub- 
strats, wahrend der IC-Baustein auf der anderen Sexte 
angeordnet ist. In diesem Fall konnen beispielswexse 
dickere IC-Bausteine in dem bei Ausweiskarten fiir Hoch- 
pragungen vorgesehenen Bereich angeordnet werden, wahrend 
die Kontaktflachen an tiblicher Stelle plaziert werden. um 
den fiir Pragungen vorgesehenen Bereich moglichst wenig zu 
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beanspr uchen • 

Die Fig. 8 zeigt ein Tragerelement 30 in Aufsicht, bei 
dem der IC-Baustein 3 und die Kontaktbereiche 31 raumlich 

5 getrennt sind. Der IC-Baustein ist in einer Aussparung 32 
des Substrats 33 angeordnet und wird durch freitragende 
Leiterbahnen 4 in dieser Aussparung gehalten* Die Leiter- 
balinen verbinden den IC-Baustein 3 mit den Kontaktflaclxen 
31. Die Anzahl und die Anordnung der Kontaktflachen rich- 

10 tet sich nach dem verwendeten IC-Baustein . und kann an die 
jeweiligen Bedurfnisse angepaBt werden. In Fig. 8 ist 
beispielhaf t eine Ausfiihrung mit 8 Kontaktbereichen dar- 
gest^llt. Uber das Substrat 33 verteilt sind in Fig. 8 
mehrere kleine Locher 35, 38 erkennbar, die zur Veranke- 

15 rung des Substrats zwischen den einzelnen Kartenfolien 
dienen. 

Fig. 9 zeigt das beschriebene Tragerelement 30 sowie die 
drei Kartenschichten vor dem Zusammenbau . in. einer 

20 Schnittdarstellung entlang der Linie 10-10 der Fig. 8. 

Die Kernf olie J 13 weist im Bereich des IC-Baust6;ins 3 eine 
Aussparung 16. auf , deren UmriB nahezu diefselbe GroBe hat 
wie die Aussparung 32 des Substrats. Die obereDeckfolie 
besitzt eine Aussparung 17 im Bereich der Kpnjtaktflachen, 

25 wobei diese Aussparung kleiner ist als die die Kontakt- 
flache 31 tragende Substrat flache. Durch das Zusammen- 
pressen unter Einwirkung von War me wird das Tragerelement 
30, wie in der Fig. 10 dargestellt, derart verformt, daB 
die Kontaktflachen tragende Substrat flache relativ zum 

30 IC-Baustein in Richtung zur Oberflache der Kairte hin ver- 
■ setzt ist/ so daB der IC-Baustein 3 geschiitzt durch die 
beiden Kartendeckfolien 14, 15 in der Mitte der Karte 
liegt, . wahrend dlie Kontaktflachen 31 bundig mit der Kar- 
tenoberf iache abschlieBen. Es hat sich uberraschenderwei- 

35 se gezeigt, daB die Kernfolie 13 einerseits die Randbe- 
reiche des Substrats einbettet und andererseits die Kon- 
taktbereiche durch die Aussparung 17 zur auBeren Oberfla- 
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che des Schichtaufbaues hochdriickt. 

Da das Substrat im Bereich der Kontaktf lache einen gegen- 
uber der Aussparung 17 in der oberen Deckfolie 14 groBen 

5 UmriB aufweist, sind die Randbereiche des Substrat s zwi- 
scben oberer Deckfolie 14 und Kernschicht 13 verankert. 
In Bereichen des Substrats, die keine Kontaktf lachen auf- 
weisen, beispielsweise der in Pig. 10 gezeigte linke 
Teil, ist das Substrat ohnehin zwischen Kern- und oberer 

10 Deckfolie eingebettet* 

Der IC-Baustein ist in der fertigen Karte in die Ausspa- 
rung 16 der Kernfolie 13 nach unten verscboben. Die fiir 
diese Lageanderung benotigte Dehnung der Leiterbahnen 4 
15 wird durch die im Bereich der Aussparung 32 vorgesehene 
uber Eck-Fubrung abgefangen. 

Weiterhin ist aus Fig. 10 ersichtlich, dafl im Bereich der 
Locher 35 thermoplastisches Material der Kernfolie 13 und 

20 der oberen Deckfolie 14 eingeflossen ist und sich verbun- 
den hat. Durch diese innige Verbindung wird das dazwi- 
schenliegende Tragerelement fest in dem Kartenverbund 
verankert. Durch das Loch 38 im Bereich der Kontaktf lache 
flieflt aufgrund der Druckeinwirkung ebenfalls Material 

25 der Kernschicht 13, bis es bundig mit der Kontaktoberf la- 
che abschlicBt. Da die Aussparung 39 der metallischen 
Kontaktf lache groBer als das Loch 38 im Substrat ist, 
bildet sich ein im Schnitt T-formiger Pfropfen, der das 
Substrat im Kontaktf lachenbereich zusatzlich mit der 

30 Kernfolie verbindet. Diese Ausfuhrung ist besonders vor- 
teilhaftr wenn der Kontaktbereich grol3rf lachig ist. 

Die Fig. 11 zeigt ein fiirS Ausfuhrungsform bevorzugt 

geeignetes Tragerelement 40. Es gleicht dem in Fig. 4 
35 ausfuhrlich beschriebenen Tragerelement in vielen Punk- 
ten. So ist beispielsweise der IC-Baustein 3 in einer 
Aussparung 11 des Substrats 10 angeordnet und iiber Lei- 
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terbahnen 4 mit den Kontaktf lachen 42 verbunden. Einziger 
Unterschied ist, daB die metallischen Kontaktf ISchen 42 
nicht vollstandig von dem Substrat 10 unterlegt sind. Die 
gestrichelten Linien 41 deuten die im Substrat vorgese- 
5 henen Aussparungen unter den jeweiligen Kontaktf lachen 
an. 

Fig. 12 zeigt das Tragerelement 40 in Scbnittdarstellung 
entlang der in Fig. 11 eingezeichneten Linie 13-13 vor 

10 dem Einbau .in die Karte zusammen mit den drei Kartenfo- 
lien. Kernfolie 13 und obere Deckfolie 14 weisen die be- 
reits bekannten Aussparungen zur Aufnahme des IC-Bau- 
steins bzw. der Kontaktf lachen auf. Fiir die beschriebene 
Ausfiihrungsform ist es zweckmaBig, das Tragerelement 40 

15 vor dem Einbau in die Karte mit einer Kleberschicht 19 zu 
unterlegen. Die Eigenschaf ten dieser Kleberschicht wurden 
bereits weiter oben ausfuhrlich beschrieben. 

Nach dem Erweichen der Kernschicht 13 wird das Substrat 
20 10 im Bereich des IC-Bausteins . 3 zur Kartenmitte bin ver- 
formt, wahrend das thermoplastische Kartenmaterial in die 
Aussparungen 17, IB dei: oberen Deckfolie ausweicht. Dabei 
werden die metallischen Kontaktf lachen 42 durch das Kern- 
material zur Oberflache hin verformt. 

25 

Die_mit der Verformung verbundene Dehnung wird von den 
als diinne Metallschichten ausgebildeten Kontaktf lachen 42 
ausgeglichen. Falls die Kontaktf lachen die Dehnung nicht 
ausgleichen konnen, beispielsweise bei Verwendung einer 

30 relativ dick en Deckfolie, mufl dafiir gesorgt werden, daB 

die Langendehnung auf andere Weise kompensier-t wird. Bei- 
spielsweise kann man die Verbindung der metallischen Kon- 
taktflachen 42 mit dem Substrat 10 im Randbereich des 
.Tragerelements so ausfuhren, daB sich diese bei Zugbean- 

35 spruchung lost, wodurch die metallischen Kontaktf lachen 
an einer oder mehreren Seiten frei bewegbar sind. 
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Eine weitere AusfUhrungsform besteht darin, das Substrat 
10 uber mehrere Kontaktf lachen 42 groflflachig auszuspa- 
ren- So konnen beispielsweise die Kontaktbereiche des in 
Fig, 11 dargestellten Tragerelements 40 nur an den auBe- 
5 ren bzw. dcm IC-Baustein zugewandten LSngsseiten mit 

schmalen Streifen aus Substratmaterial unterlegt sein, um 
das gleiche Ergebnius zu erzielen, wie bei der oben be- 
schriebencn Form. 

10 Fur Anwendungsfalle, in denen das Aufbringen des Scbmelz- 
klebers, das ublicberweise unter Warmeeinwirkung statt- 
findet, uncrwianscht oder unmoglich ist, kann anstelle des 
Schmelzklebers ein Material in Form einer Folie oder Fo- 
lienstucken mit Hilfe eines bei Raumtemperatur wirksamen 

15 Klebers mit dem Substrat verbunden werden. Dieses Folien- 
material ist so gewahlt, daB es beim Laminieren unter 
Druck- und Warmeeinwirkung mit dem Kartenmaterial eine 
innige Verbindung eingebt. Vorzugsweise wird das gleiche 
Material gewahlt, das auch fiir den restlichen Schichtauf- 

20 bau verwendet wurde, beispielsweise PVC. Ein Vorteil die- 
ser Art von Verbindung zwischen Substrat und Karten- 
scbichten ist, dafi in Bereichen des Tragerelements, die 
beim Laminieren verformt werden soil en, durch gezielte 
Auftragung des Folienmaterials die Verformung des Trager- 

25 elements wirkungsvoll unterstiitzt werden kann. 
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